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外壳 

 外壳组装图 

  
 外壳三件套图 
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 终于让大家见到了外壳的卢山真面目，GOLD4P，超薄 USB HUB。板材为

铝合金材料，通过阳极氧化生成黑色磨沙表。 
 
 *  铝（纯铝）及铝合金（硅铝、镁铝）经低温硬质氧化后，使其表面形成的硬化膜---阳极氧化膜，具

有 高硬度，其显微硬度为 HV=350～500KG/平方毫米（比基体硬度提高 400 倍），厚度为 35～55&microm

左右。由于氧化膜具有防 腐、防护、装饰及具有耐磨性、绝缘性（当膜厚度为 35µm 时，其击穿电压为 450V，

如采用酚醛树脂封孔，其击穿电压可提高 1～2 倍，绝缘电阻值为 500～1000KΩ）。因而广泛应用于工业（如

汽缸筒、活塞）和电子（如超声高频焊头）、电器产品上。又由于氧化膜具有良好吸附性与涂层及有机层能

牢固 结合，因而常用作于家庭不粘厨具、煲类及煎锅类产品上。 

  

二、表（1）--低温阳极氧化技术参数 

1 氧化膜 35～55µm 

2 显微硬度 HV=350KG/平方毫米 

3 绝缘阻值 1000KΩ 

4 击穿电压值 450V 

 

阳极氧化的硬度和耐腐蚀性决定了产品可以在长期的使用后仍能保护外壳表面

的完美，避免出现色斑脱落、裉色这些影响产品外观的问题！ 
 
 中间的塑料定位框采用了 ABS 材料，我们使用了最好的 ABS757 料来制作，

相比生料，回收料，整体框的柔韧性、强度水平大大提高！ 

  
上图为我们常见的定位框的外观，这是进行了电镀以后的效果，本来这个外框有两道工艺，

第一道就是压模，这一步就生成了我们刚才看到的外框；第二步就是电镀，这就是上图所显
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示的效果。电镀以后产品外观金属化，非常漂亮，市面上很多产品都做了电镀处理。但电镀

有个很大的问题，它不象铝阳极氧化那样生成了和里层金属一体的氧化层，这是分子级的结

合，所以附着度很高，外表也很不容易脱落。电镀金属是无法和 ABS 材料生成化合物结合

层的，这也使得 ABS 电镀长期使用以后脱落成了业界一大问题！大家常用手机也能发现这

个问题，之前诺基亚的 N7X 系列手机电镀层脱落就很严重；MOTOROLA 也是到了 A1600
系列才比较好的解决了这个问题。由于电镀里面工艺涉及的问题太多，所以在和模具厂反复

沟通以后，我们选用高等级的 ABS 材料，不再做电镀，这样利用高等级材料的较优秀的材

料处观来取代电镀，从而避免使用一段时间以后出现电镀层脱落的问题！ 
 

接口器件 

 
 上图是 GOLD4P 使用的三种接口器件，分别是大 4P，小 5P USB 接口和 3.5*1.3 电源接

口。对于接口器件来说，其中的猫腻太多，光就 PIN 脚来说，就有铁、锰钢、铜这些材料；

外壳也分铁皮和铜皮，由于 PIN 和外壳表面都有电镀层，所以要区分其真实材质极其困难；

对于电源接口，其塑料又分为生料、杂料、回收料（就是回收正料用完以后的边脚料）、正

料等等，而每一种又分为耐高温和不耐高温两种，在这组合之后，还有环保和非环保之分。

由于不同的组合之间差价巨大，所以要采购这些器件对人来说真是一种极大的考验。 
 对于接口器件来说，PIN 脚是最重要的，在导电率和稳定性方面，铜是最具性价比的材

料，所以铜 PIN 脚是作为一个接口器件的基本要求。而外壳，由于表面有镀层，要求反倒

是没那么严格。 
 下图来看看一个电源接口 
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很明显，这个电源接口产生了龟裂。这颗料是我们从厂里拿样的时候厂里随手给的，反正又

不是批量，我们和厂家都不是很在意，结果在焊接过程中，从烙铁传过去的热量就导致外壳

整体龟裂，要是批量生产的时候过回流焊还真不知道会成什么样了！ 

GOLD4P 选料列表 

GOLD4P 的器件我们基本上是按最高标准来采购的，即使市场和生产条件限制我们也会想

办法以能符合产品的长期稳定性的要求！ 
接口器件 材料 
3.5*1.3 电源接口 铜脚、高温环保正料塑料 
大 4P USB 口 铁皮铜脚 
小 5P USB 口 铜皮铜脚 
 


